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every  layer, a uniform  layer of powder  is placed  in  the whole printer’s build bed, and agents are placed 
at the specific points which are willing to be melted to form the part. Once the job is finished, it requires 
several hours to cool down (depending on the job’s height), so an external natural cooling unit may be used 
to  allow  external  cooling,  releasing  the  build  unit  during  the  cooling  hours.  The workflow when using 
the natural cooling unit consists in transferring the job from the build unit to the  natural cooling unit  just 
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the printing process of  the  job. Up until  now,  this envelope was  formed by 6 edge‐connected grid walls 
(see Figure 1, on the  left  side). However,  the user had to break  the connections between the  top  cover 
grid and the  lateral ones to be able to remove the top cover and start the unpack process. To overcome 
this  limitation, we propose  to  leave a minimum space between the  top cover and  the  lateral walls,  in a 
way that the envelope is divided in 2 different parts during the printing. This modification allows the user 

















of  the  material  is  also  required  to  avoid  dimensional  distortions  in  the  printed  parts  due  to  material 
shrinkage. 
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